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１．概要（Summary）

シ リ コ ン ウ エ ハ を 用 い た テ ラ ヘ ル ツ 波 帯

(100GHz-1THz)の高効率導波管型平面アンテナにお

いて，積層したウエハをダイシングする手順を検討し

た。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

環境維持・制御装置、精密めっき装置×3 台

【実験方法】

アンテナならびに共振器のパターンをエッチング

したシリコンウェハ(厚さ 0.2 mm，直径 4 インチ)に，

前処理のあと、下地として無電解ニッケルメッキを施

した。4 インチウェハには 16×16 素子アンテナ 4 個

と共振器4個を設けている。ダイシングソーを用いて，

これらを切り分けた。

３．結果と考察（Results and Discussion）

前年度までにダイシングを行った際には，シリコン

ウエハ全面に金膜を形成していたため，ダイシング前

の工程で生じた金膜の浮き，はがれが原因となって水

流により金膜が大きく取れてしまう問題があった。

そこで，最上層の放射スロット層に，Fig. 1 の赤線

で示すダイシングをする線に沿ってマスキングを行

い，金膜を形成しないようにする方法を実施すること

とした。しかしながら，今年度は、アンテナが完成の

段階に達していないため，今回の方法の結果を確認し

ていない。
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Fig. 1. Dicing lines of the sample.
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